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4.3.1 ソルダペーストの粘度の測定 

4.3.2 ソルダペーストに求められる特性 

 4.4 やに入りソルダ 

4.4.1 やに入りソルダの区分 

4.4.2 やに入りソルに求められる特性 

 4.5 接着剤 

4.5.1 アンダーフィル用接着剤 

4.5.2 半導体パターン用Ａｇペースト（Ａｇフェノール） 

4.5.3 ビアホール充填用ペースト 

4.5.4 ダイボンディング用Ａｇエポキシ接着剤 

4.5.5 端子接合用の異方導電性接着剤 

4.5.6 ソルダ代替接着剤 

 4.6 ソルダリング用母材 

4.6.1 母材（電極材料） 

4.6.2 表面処理方法 

4.6.3 めっきの種類 

4.6.4 母材表面めっきとソルダの反応 

 

第５章 プリント配線板，電子部品の種類と特徴       
 5.1 プリント配線板の種類と構造 

5.1.1 層数による分類 

5.1.2 材質による分類 

5.1.3 最新技術動向 



 5.2 プリント配線板の製造方法 

5.2.1 製造工程概要 

5.2.2 導体パターンの形成方法 

5.2.3 プリント配線板電極の表面処理方法 

 5.3 電子部品の種類と機能 

5.3.1 電子部品の分類 

5.3.2 挿入実装部品 

5.3.3 表面実装部品 

 5.4 電子部品の構造と材料 

5.4.1 挿入実装用部品の構造と材料 

5.4.2 表面実装部品の構造と材料 

 

第６章 電子部品実装プロセス                 
 6.1 プリント配線板実装の実装形態 

6.1.1 挿入実装 

6.1.2 表面実装 

6.1.3 混載実装 

6.1.4 ソルダリング方式の分類と特徴 

 6.2 フローソルダリングによる挿入実装プロセスと装置 

6.2.1 プリント配線板供給 

6.2.2 部品挿入工程 

6.2.3 フローソルダリング工程 

 6.3 リフローソルダリングによる表面実装プロセスと装置 

6.3.1 プリント配線板供給 

6.3.2 ソルダ供給；ソルダペースト印刷工程 

6.3.3 部品搭載工程 

6.3.4 リフローソルダリング工程 

 6.4 局所ソルダリング 

6.4.1 局所フローソルダリング 

6.4.2 局所リフローソルダリング 

6.4.3 マニュアルソルダリング 

6.4.4 ロボットによるソルダリング 

 6.5 混載実装における部品搭載のための接着剤 

6.5.1 接着剤の要求特性 

6.5.2 接着剤の種類 

6.5.3 接着剤の塗布方式 

6.5.4 接着剤塗布の工程管理 

 6.6 ソルダリング後の洗浄プロセス 

6.6.1 洗浄の目的 

6.6.1 洗浄方法 

6.6.3 洗浄剤 

6.6.4 洗浄結果の評価 
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9.4.2 リフトオフ 
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 10.2 初期品質の確保 

10.2.1 初期品質に及ぼす影響因子 
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